System

@ ANMERKUNG: Die angebotenen Konfigurationen kénnen je nach Region variieren. Die folgenden Angaben enthalten nur die
technischen Daten, die laut Gesetz im Lieferumfang Ihres Computers enthalten sein missen. Wechseln Sie fur weitere Informationen
Uber die Konfiguration lhres Computers zu Hilfe und Support auf lhrem Windows-Betriebssystem und wahlen Sie die Option zum
Anzeigen der Informationen Uber Ihren Computer aus.

Themen:

. Prozessor

*  Speicher
«  Speicher
*  Audio

e Videokarte

. Kommunikation

. Wireless

*  Anschlusse und Stecker

. Netzteil

. Physische Abmessungen des Systems
*  Umgebungsbedingungen

+  Betriebs- und Lagerungsumgebung

Prozessor

@ ANMERKUNG: Die Prozessoranzahl stellt kein Maf3 fur Leistung dar. Die Verfligbarkeit von Prozessoren kann je nach Region bzw.
Land variieren und unterliegt Anderungen.

Tabelle 2. Prozessor

Typ UMA-Grafik

Intel Xeon E-Prozessor E-2174G (4 Kerne HT, 8 MB Cache, Intel UHD-Grafikkarte 630
3,8 GHz, 4,7 GHz)

Intel Xeon E-Prozessor E-2146G (6 Kerne HT, 12 MB Cache, Intel UHD-Grafikkarte 630
3,5 GHz, 4,5 GHz)

Intel Xeon E-Prozessor E-2136 (6 Kerne HT, 12 MB Cache, k. A.
3,83 GHz, 4,56 GHz)

Intel Xeon E-Prozessor E-2124G (4 Kerne, 8 MB Cache, 3,4 GHz, | |ntel UHD-Grafikkarte 630

4,5 GHz)

Intel Xeon E-Prozessor E-2124 (4 Kerne, 8 MB Cache, 3,4 GHz, KA.

4,5 GHz)

Intel Core-Prozessor i7-8700 (6 Kerne, 12 MB Cache, 3,20 GHz, Intel UHD-Grafikkarte 630
4,6 GHz)

Intel Core-Prozessor i5-8600 (6 Kerne, 9 MB Cache, 3,1 GHz, Intel UHD-Grafikkarte 630
4,3 GHz)

Intel Core-Prozessor i5-8500 (6 Kerne, 9 MB Cache, 3,0 GHz, Intel UHD-Grafikkarte 630
4,1GHz)

Intel Core-Prozessor i3-8100 (4 Kerne, 6 MB Cache, 3,6 GHz) Intel UHD-Grafikkarte 630
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Tabelle 2. Prozessor (fortgesetzt)

Typ UMA-Grafik

Intel Gold G5400 (2 Kerne, 4 MB Cache, 3,7 GHz) Intel UHD-Grafikkarte 630

Speicher

Tabelle 3. Arbeitsspeicher

Minimale Speicherkonfiguration 4GB
Maximale Speicherkonfiguration 64 GB
Anzahl der Steckplatze 4 x UDIMM
Maximal unterstitzte Speicherkapazitat pro Steckplatz 16 GB
Arbeitsspeicheroptionen e 4GB-1x4GB
e 8GB-1x8GB
e 83GB-2x4GB
o 16GB-2x8GB
e 16GB-4x4GB
o 32GB-2x16GB
e 32GB-4x8GB
o 64GB-4x16GB
Typ ECC-fahiger/nicht ECC-fahiger Speicher
Geschwindigkeit 2666 MHz
@lANMERKUNG: Pentium und i3 arbeiten mit 2400 MHz

Speicher

Tabelle 4. Speicherspezifikationen

Typ Bauweise Schnittstelle Security option Kapazitat
(Sicherheitsoption)

Ein NVMe-Solid-State- M.2 2280 PCle 4, bis zu 32 Gbps SED Biszu1TB

Laufwerk (SSD)

Ein Solid-State-Optane- | M2 2230 PCle, bis zu 32 Gbps 32 GB

Speicherlaufwerk (SSD)

Zwei 2,5-Z0ll- Ungefahr (2,760 x SATA AHCI, bis zu SED, Opal, FIPS Biszu4 TB

Festplattenlaufwerke 3,959 x 0,374 Zoll) 6 Gbit/s

(HDD)

Ein 3,5-Zoll- Ungefahr (2,760 x SATA AHCI, bis zu Biszu4 TB

Festplattenlaufwerk 3,959 x 0,276 Zoll) 6 Ghit/s

(HDD)

Tabelle 5. Speicherkonfigurationen

Primarlaufwerk/Startlaufwerk Formfaktor

1x M.2-Laufwerk NA
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Tabelle 5. Speicherkonfigurationen (fortgesetzt)

Primérlaufwerk/Startlaufwerk Formfaktor

1x M.2-Laufwerk 1x 2,5-Zoll-Laufwerk

1x 2,5-Zoll-Laufwerk NA

1% 2,5-Zoll-HDD NA

Ein flaches optisches Laufwerk CAC/PIV — Common Access Card/Personal Identification
Verification — CAC/PIV

@l ANMERKUNG: Unterstutzt RAID O und 1 mit zwei 2,5-Z0ll-HDDs. Nicht verfugbar mit Optane-Speicher (verfugbar ab August 2019).

Um beim Konfigurieren der Laufwerke als RAID-Volume fUr optimale Leistung zu sorgen, empfiehlt Dell, identische Laufwerkmodelle zu
verwenden.

RAID 0-Volumes (Striping, Leistung) profitieren von héherer Leistung, wenn die Laufwerke Ubereinstimmen, da die Daten auf mehrere
Laufwerke aufgeteilt werden: Bei E/A-Vorgangen mit Blockgréf3en, welche die Magnetstreifengréfie Gberschreiten, werden die E/A
aufgeteilt und dabei durch das langsamste Laufwerk eingeschrankt. Bei RAID O-E/A-Vorgangen mit Blockgrof3en, die kleiner sind als die
Magnetstreifengrofle, bestimmt das Laufwerk, auf das der E/A-Vorgang abzielt, die Leistung, was zu gréf3eren Unterschieden fuhrt und
inkonsistente Latenzzeiten verursacht. Diese Unterschiede sind bei Schreibvorgéngen besonders ausgeprégt, was bei latenzempfindlichen
Anwendungen zu Problemen filhren kann. Ein Beispiel hierfur sind Anwendungen, die tausende wahlfreie Schreibvorgange pro Sekunde in
sehr kleinen Blockgréfien ausfuhren.

RAID 1-Volumes (Gespiegelt, Datenschutz) profitieren von hoherer Leistung bei Ubereinstimmenden Laufwerken, da die Daten Uber
mehrere Laufwerke hinweg gespiegelt werden: Samtliche E/A-Vorgange mussen auf beiden Laufwerken identisch ausgefuhrt werden.
Dies hat zur Folge, dass bei Schwankungen der Laufwerkleistung aufgrund unterschiedlicher Modelle die E/A-Vorgénge nur so

schnell abgeschlossen werden kénnen, wie es das langsamste Laufwerk erlaubt. Obwohl dadurch die Probleme der unterschiedlichen
Latenzzeiten bei kleineren, ungezielten E/A-Vorgangen, die bei RAID 0 mit heterogenen Laufwerken auftreten kénnen, vermieden werden,
hat dies dennoch starke Auswirkungen, da das Laufwerk mit der héheren Leistung bei sémtlichen E/A-Typen eingeschrankt wird. Eines
der anschaulichsten Beispiele von eingeschrankter Leistung ist hierbei die Verwendung ungepufferter E/A. Um sicherzustellen, dass
Schreibvorgange vollstandig auf nicht-fliichtige Bereiche des RAID-Volumes Ubertragen werden, vermeidet ungepufferte E/A den Cache
(z. B. durch Verwendung des Bereichs ,,Force Unit Access” im NVMe-Protokoll) und der E/A-Vorgang wird erst abgeschlossen, wenn
alle Laufwerke im RAID-Volume die angeforderte DatenUbertragung abgeschlossen haben. Diese Art von E/A-Vorgang negiert sédmtliche
Vorteile eines Laufwerks mit hoherer Leistung im Volume vollstéandig.

Sie mUssen darauf achten, dass der Laufwerkhersteller, die Kapazitat und die Klasse sowie das spezifische Modell Gbereinstimmen.
Laufwerke des gleichen Herstellers, die Uber die gleiche Kapazitat verfligen und sich sogar innerhalb derselben Klasse befinden,

kdénnen dennoch sehr unterschiedliche Leistungsmerkmale bei bestimmten Arten von E/A-Vorgangen aufweisen. Folglich wird durch
Ubereinstimmende Modelle sichergestellt, dass die RAID-Volumes aus einem homogenen Array von Laufwerken bestehen, das sémtliche
Vorteile eines RAID-Volumes liefert, aber keinen der Nachteile, die ansonsten auftreten, wenn im Volume ein Laufwerk oder mehrere
schwachere Leistung erbringen.

Wenn RAID fUr zwei nicht-identische Laufwerke (d. h. M.2 + 2,5-Zoll) verwendet wird, hédngt die Leistung von der Geschwindigkeit des
langsameren Laufwerks im Array ab.

Audio

Tabelle 6. Audio

Controller Realtek ALC3234
Typ Vierkanal-High-Definition-Audio
Lautsprecher Zwei (gerichtete Lautsprecher)
Schnittstelle e Universelle Audio-Buchse
e |autsprecher mit hoher Klangqualitat
o Gerauschreduzierende Array-Mikrofone
e Kombianschluss fur Stereo-Headset/Mikrofon
Interner Verstarker 2 W (Effektivwert) je Kanal
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Videokarte

Tabelle 7. Technische Daten zur Videokarte

Controller Typ CPU- Grafikspeicher | Kapazitat Unterstiitzung Maximale
Abhangigkeit | typ flr externe Auflésung
Bildschirme
Intel UHD- UMA e Intel Coreid Integriert Gemeinsam DisplayPort/HDMI | 4096 x 2304
Grafikkarte 630 - genutzter 14
8300/8100 Systemspeicher
o Intel Core i
8600/8500/
8400
e Intel Core i/
- 8700
e |Intel Xeon E-
Prozessor
E-2174G/
E-2146G/
E-2124G
NVIDIA Quadro | Separat k. A. GDDR5 4GB mDP/DisplayPort 5120 x 2880
P1000
NVIDIA Quadro | Separat k. A. GDDR5 2GB mDP/DisplayPort 5120 x 2880
P620
NVIDIA Quadro | Separat k. A. GDDRb5 2GB mDP/DisplayPort 5120 x 2880
P400
AMD Radeon Separat k. A. GDDR5 4GB mDP 5120 x 2880
Pro WX4100
AMD Radeon Separat k. A. GDDR5 4GB mDP/DisplayPort 5120 x 2880
Pro WX3100
AMD Radeon Separat k. A GDDR5 2 GB mDP/DisplayPort 5120 x 2880
Pro WX2100
Kommunikation
Tabelle 8. Kommunikation
Netzwerkadapter Integriertes Intel i219-LM-Ethernet (RJ-45), 10/100/1000 Mbit/s,
mit Intel Remote-Aktivierung, PXE und Jumbo-Frame-
Unterstltzung
Wireless

Tabelle 9. Wireless — technische Daten

Intel Dual Band Wireless-AC 9560 802.1AC 2x2 WLAN + Bluetooth 5 LE M.2-Wireless-Karte

Qualcomm QCAB1x4A 802.1ac MU-MIMO Dual Band (2x2) WLAN + Bluetooth 4.2 LE M.2-Wireless-Karte

System
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Anschlisse und Stecker

Tabelle 10. Anschliisse und Stecker

Speicherkartenleser

SD-Kartenlesegerat

Smart Card-Leser

Optional

usB

Ein USB 2.0-Port mit PowerShare

Ein USB 2.0-Port (Vorderseite)

Ein USB 3.1-Gen 2-Port, Typ C mit PowerShare (Vorderseite)
Ein USB 3.1 Gen 1-Port (Vorderseite)

Vier USB 3.1 Gen 1-Ports (Rlckseite)

Zwei USB 2.0-Ports (Ruckseite)

Security (Sicherheit)

Vorrichtung fur Noble Wedge-Sicherheitsschloss/halbringférmiger
Bugel fur ein Vorhangeschloss

e Universelle Audio-Buchse

Audio
Grafik e DisplayPort/HDMI 2.0b/VGA/USB Typ C DisplayPort
(optional)
e Zwei DisplayPort-Anschlisse
Netzwerkadapter ein RJ-45-Anschluss

Serielle Schnittstelle

Ein serieller Port (optional)

pPS/2

e Maus
e Tastatur

Netzteil

Tabelle 11. Netzteil

Eingangsspannung

100 — 240 VAC, 50 - 60 Hz

Wattleistung

e 200 W, 100 V-240 V, gesamter Bereich
e 260 W, 100 V-240 V, gesamter Bereich

Physische Abmessungen des Systems

Tabelle 12. Physische Abmessungen des Systems

Gehausevolumen (Liter) 7,8
Gehausegewicht (kg/Pfund) 11,57/5,26
Tabelle 13. Gehduseabmessungen

Hohe (cm/Zoll) 11,42/29
Breite (cm/Zoll) 3,65/9,26
Tiefe (cm/Zoll) 11,50/29,2
Versandgewicht (kg/Pfund — einschlieflich Verpackungsmaterial) |15,09/6,86
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Tabelle 14. Parameter der Verpackung

Hohe (cm/Zoll) 10,38/26,4
Breite (cm/Zoll) 19,2/48,7
Tiefe (cm/Zall) 15,5/39,4

Umgebungsbedingungen

@ ANMERKUNG: Weitere Informationen zu den Dell Umweltbestimmungen finden Sie im Abschnitt zu den Umweltbedingungen.
Prifen Sie die Verfugbarkeit fur lhre Region.

Tabelle 15. Umgebungsbedingungen

Energieeffizientes Netzteil

Intern

80 Plus Bronze-Zertifizierung

200 W EPA Bronze (nicht verfugbar in Nordamerika oder Brasilien)

80 Plus Platinum-Zertifizierung

EPA Platin

200 W (nur verfugbar in Nordamerika und Brasilien) und 260 W

Recycelbare Verpackung

Ja

Mehrstiickverpackung

Optional, nur USA

Erflllt Energy Star 6.1 (oder hoher) (Windows und Ubuntu) Ja

Betriebs- und Lagerungsumgebung

Luftverschmutzungsklasse: G1 gemaf ISA-S71.04-1985

Tabelle 16. Betriebs- und Lagerungsumgebung

Beschreibung

Betrieb

Speicher

Temperaturbereich

0 °C bis 35 °C (32 ©°F bis 95 °F)

40 °C bis 65 °C (~40 °F bis 149 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit (maximal)

10 % bis 90 % (nicht-kondensierend)

5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

Vibration (maximal)™

0,66

1.30

Stof3 (maximal)

10

160

Hoéhe Gber NN (maximal)

-15,2 m bis 3048 m (4,64 Fuf3 bis 10000
FuR)

-15,2 m bis 10.668 m (4,64 Fuf3 bis
35065,61 Fuf3)

* Gemessen Uber ein Vibrationsspektrum, das eine Benutzerumgebung simuliert.

T Gemessen bei in Betrieb befindlicher Festplatte mit einem 2-ms-Halbsinus-Impuls.
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